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() Glasdurchfithrung und ihre Anwendung.

@ Die Erfindung bezieht sich auf eine Glasdurchfiihrung,
vorzugsweise flir Gehduse fiir Halbleiterbauelemente. Zur
Erhdhung des Kriechweges zwischen den Metallteilen (1, 4,
5) der Glasdurchfiihrung wird an das Glasteil (2} ein vorzugs-
weise aus Keramik bestehender lsolierkdrper (3) ange-
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schmoizen. Die Stirnseiten des Keramikringes (3) kénnen so L
abgeschrégt sein, dal} zwischen dem Glasteil (2) und dem D)
Keramikring (3) ein Kapillarspalt (9) entsteht {Fig. 1). [ 6
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BEZEICHNUNG GEAMDERT

Glasdurchfilhrung siehe Titelseite

Die wvorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Durch-
fihrung mit einem Glasteil, das in einer Uffnung eines
metallenen Gehiuseteiles sitzt, mit einem zus#tzlichen
Isolierkdrper und einer stoffschliissigen Verbindung
mindestens zwischen einer der Stirnseiten des Glastei-
les und eirer Stirnseite des Isolierkdrpers, und mit
mindestens einem elektrischen Leiter, der durch das
Glasteil und den Isoclierk®rper hindurchgeht.

Eine solche Durchfilhrung ist beispielsweise in der
DT-0S 1 439 099 beschrieben worden. Der zusdtzliche Iso-
lierkdrper hat den Zweck, den Kriechweg zwischen dem
MetallgehZuse eines Halbleiterbauelementes und einem aus
dem Geh#iuse filhrenden Anschluflileiter fiir den Halblei-
terkdrper zu verlingern. Der Kriechweg einer Glasdurch-
fihrung allein, sei es eine Schmelzglasdurchfiihrung oder
eine Druckglasdurchfiihrung, ist n#mlich unter Umsténden
zu niedrig, wenn sie fiir hohe Spannungen eingesetzt wer-
den soll.

Hab 1 Dx / 04.01.1978
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Umn den Kriechweg wirksam zu verlingern, mufl der zusitz-
liche Isolierkdrper stoffschliissig mit dem Glasteil
verbunden sein. Bei der bekannten Durchfiihrung wurde der
Isolierkdrper mittels einer Haftmasse mit dem Glasteil
verbunden, das heiB8t angekittet oder angeklebt.

Diese Art der Verbindung erwies sich jedoch als nicht
temperaturwechselfest. Der vorliegenden Erfindung liegt
die Aufgabe zugrunde, eine Durchfiihrung der oben er-
wihnten Art so weiterzubilden, da8 sie temperaturwech-
selfest ist. , . :

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daB die
stoﬁfschlﬁssige Verbindung eine Glasverschmelzung zwi-
schen dem IsolierkSrper und dem Glasteil ist.

Der Isolierkdrper kann vorzugsweise ein Keramikring
sein. Zweckmifigerweise sind Keramikring und Glasteil
rund ausgebildet und konzentrisch zueinander angeord-
net. Die dem Glasteil zugewandte Stirnseite des Kera-
mikringes kann so abgeschrigt sein, daB fiir die Glas-
verschmelzung ein Kapillarspalt gebildet ist. Vorzugs-
weise wird die Durchfiihrung in Gehdusen filir Leistungs-
halbleiterbauelemente verwendet.

Die Erfindung wird an Hand zweier Ausfiihrungsbeispiele
in Verbindung mit den Fig. 1 und 2 ngher erliutert. Es
zeigen:

Fig. 1 den Schnitt durch ein GehZuseoberteil eines
Halbleiterbauelementes mit einer Durchiiihrung
fiir zwei Leiter und

Fig. 2 den Schnitt durch eine Durchfiihrung mit einem
Leiter.
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In Fig. 1 ist ein metallenes Geh#duseteil mit 1 bezeich-
net. Dieses Gehduseteil ist Teil eines Halbleiterbau-
elementes. Es kann beispielsweise aus Stahl bestehen.
Die Durchfiihrung weist ein Glasteil 2 auf, in dem Lei-
ter 4 und 5 sitzen. Auf dem Glasteil 2 sitzt ein Iso-
lierkdrper 3, der beispielsweise ein Keramikring sein
kann. Der Isolierkdrper 3 ist an einer seiner Stirnsei-
ten 6 an eine Stirnseite 7 des Glasteiles ? angeschmol-
zen. Die Stirmseite 6 des Isolierkdrpers 3 ist mit ei-
ner Abschrigung 8 versehen, so da8 der Durchmesser des
Isolierkdrpers 3 an seiner Stirmseite 6 kleiner als der
Durchmesser des Glasteiles 2 ist. Damit bildet die Ab-
schrigung 8 im nicht geschmolzenen Zustand mit dem
Glasteil 2 einen Kapillarspalt 9. Der Isolierkdrper 3
weist Offnungen auf, deren Durchmesser um so viel gré-
Ber als der AuBendurchmesser der Leiter 4, 5 ist, daB
der Zwischenraum 10 zwischen diesen Leitern und den
Fldachen der Offnungen mit Glas ausgefiillt werden kann.

Die Einzelteile der Durchfiihrung werden in einer
Schmelzform miteinander verschmolzen. Dazu werden die
Teile wie in Fig. 1 dargestellt zusammengefligt und
kopfiber in eine Schmelzform gelegt, die beispielsweise
aus Graphit besteht. Beim Schmelzen des Glasteiles 2
verbindet sich dieses mit dem metallenen Gehiuseteil 1,
den Leitern 4, 5 und dem Isolierkdrper 3. Das Glas
flieBt dabei in die Kapillarspalte 9 und zum Teill in
den Zwischenrzum 10 und sorgt so fiir eine hermetisch
dichte und mechanisch stabile Verbindung zwischen den
Einzelteilen der Durchfilhrung.

Die Leiter 4, 5 wurden als MetallrShrchen dargestellt.
Zur elektrischen Verbindung des Halbleiterkdrpers im
Inneren des GehrZuses werden durch die RShrchen Driahte,
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Kabel oder Bolzen gesteckt, die mit dem Rohrchen durch

Verquetschen, Verldten oder VerschweiBen gasdicht ver-

bunden werden. Es ist jedoch auch mdglich, anstelle der
Leiter 4, 5 direkt die Dr#hte, Kabel oder Bolzen einzu-
schmelzen.

Der Isolierkdrper und das Glasteil sind zweckm#Biger-
weise rund ausgebildet und konzentrisch zueinander an-
geordnet. Damit ergibt sich eine optimale Verlingerung
des Kriechweges. '

1 4

In Fig. 2 ist eine Durchfithrung mit nur einem Leiteér 11

‘dargestellt. Gleiche Teile oder Teile mit gleicher Funk-

tion wie.ingFig.'1 sind mit gleichen Bezugsziffern ver-
sehen. Das metallene Gehiuseteil 1 ist hier als .SchweiB-
ring ausgebildet, der auf den Rand einer {ffanung eines
metallenen Gehfuseteiles, beispielsweise flir ein Halb-
leiterbauelement, aufgesetzt und mit diesem verschweiBt
ist. Die Durchfilhrung nach Fig. 2 kann auf gleiche Wei-
se wie die Durchfiihrung nach Fig. 1 hergestellt werden.

ZweckmiBig ist es, den Isolierkdrper 3 als Anglasungs-
form auszubilden. Fiir beide Ausfiihrungen gilt, daB das
Volumen des Glasteiles so groB8 gew#Zhlt werden muB, daB
eine vollsti@ndige Benetzung zwischen dem geschmolzenen
Glas und der Stirnseite 6 des Isolierkdrpers gewihrlei-
stet ist. '

Die Verwendung der Durchfihrung ist nicht auf Halblei-
terbauelemente beschriénkt. Sie kdnnen bei” allen Arten
von Gerdten eingesetzt werden, bei denen Glasdurchfih-
rungsn fiir relativ hohe Spannungen verwendet werden
missen.

5 Patentanspriiche
2 Figuren '
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Patentanspriiche

1. Durchfithrung mit einem Glasteil, das in einer Uff-
nung eines metallenen Gehduseteiles sitzt, mit einem
zusdtzlichen Isolierkdrper und einer stoffschliissigen
Verbindung mindestens zwischen einer der Stirmseiten

des Glasteiles und einer Stirnseite des Isolierk@rpers,
und mit mindestens einem elektrischen Leiter, der durch
das Glasteil und den Isolierkdrper hindurchgeht, ,
dadurch gekennzeichrnet, daB die -
stoffschliissige Verbindung eine Glasverschmelzung zwdi-
schen dem Isolierkdrper (3) und dem Glasteil (2) ist.

2. Durchfithrung nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daf der Isolierkdrper
(3) ein Keramikring ist.

3. Durchfithrung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzelchnet, daB der Isolierkdrper
(3) und das Glasteil (2) rund ausgebildet und kcnzen-
trisch zueinander angeordnet sind.

L, Durchflihrung nach Anspruch 1, 2 oder 3, d a-
durch gekennzeichnet, da8 die
dem Glasteil (2) zugewandte Stirmseite (6) des Xeramik-
ringes (3) so abgeschrigt ist, da8 fiir die Glasver-
schmelzung ein Kapillarspalt (9) gebildet ist.

5. Verwendung der Durchfiihrung nach einem der Anspri-

che 1 bis 4 in Gehiusen fiir Leistungshalbleiterbau-
elemente.



/1

0003034

R

__/V//////

NN

IS

Fig9.2




Europdisches
o> Patentamt

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

0003034

Nummer der Anmeldung

EP 78 10 1769

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE A EIKATION DEN
{Kategorie Kerénzeéclzlhgun d_les Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der mg?uch
maBgeblichen Teile
2 H 01 L 23/10
US - A = 3 331 913 (JOHNSON) 1-3,5 | € 03 ¢ 29/00
* Anspruch 1; Abbildung 2 *
A | US - A - 2794 059 (SMITH) 1,2
* Anspruch 1 %
AD| DE = A - 1 439 099 (SIEMENS) 1,2
* Ansprlche 1,7 % J
RECHERCHIERTE 5
— SACHGEBIETE (Int. CL.2)
A US - A - 3 433 515 (RADEMACHER) [1,2 Co03C¢C 27?00
27/02
* Anspruch 1 = 297700
— H 01 L 23/02
23/10
KATEGORIE DER
GENANNTEN DOKUMENTE
X: von besonderer Bedeutung
A: technologischer Hintergrund
O: nichtschriftiiche Offenbarung
P: Zwischentliteratur
T: der Erfindung zugrunde
liegende Theorien oder
Grundsitze
E: kollidierende Anmeidung
D: in der Anmeldung angetilhrtes
Dokument
L: ausandern Grinden
angefihrtes Dokument
&: Mitglied der gleichen Patent-
tamilie, (ibereinstimmendes
b Der vorilegende Recherchenbericht wurde fiir alie Patentanspriiche erstellt.
Dokument
Recherchenort AbschiuBdatum der Recherche Pruter
Den Haag 12-04-1979 NICOLAS

EPA form 1503.1 06.78




	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

